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(57) Abstract: The circuit arrangement comprises at least one first chip (CI), without a chip housing, a first metallic body (Kl) and 
a second metallic body (K2), between which the first chip (CI) is arranged. The first chip (CI) is fixed to the first body (Kl) in such 
a way that a first connector of the first chip (CI) is electrically connected to the first body (Kl). The first body (Kl) is embodied 
such as to serve as the support for the first chip (CI). The first chip (CI) is connected to the second metallic body (K2) such that a 
second connector on the first chip (CI) is electrically connected to the second body (K2). 

(57) Zusammenfassung: Die Schalmngsanordnung weist mindestens einen ersten Chip (CI) ohne ChipgehMuse und einen ersten 
metallischen Korper (Kl) und einen zweiten metallischen Korper (K2), zwischen denen der erste Chip (CI) angeordnet ist, auf. Der 
erste Chip (CI) ist am ersten Korper (Kl) derart befestigt, dass ein erster Anschluss des ersten Chips (CI) mit dem ersten Korper 

(Kl) elektrisch verbunden ist. Der erste Korper (Kl) ist derart ausgestaltet, dass er als Trager des ersten Chip (CI) dient. Der erste 
Chip (CI) ist derart mit dem zweiten metallischen Korper (K2) verbunden, dass ein zweiter Anschluss des ersten Chips (CI) mit 
dem zweiten Korper (K2) elektrisch verbunden ist. 
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Beschreibung 

Schaltungsanordnung 

5 Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung mit in Chips 
angeordneten Halbleiterbauelementen, die zum Beispiel fur ei- 
ne ISG-Elektronik (integrierter Startergenerator ) in Kraft- 
fahrzeugen geeignet ist. 

10 Es ist bekannt^ Schaltungsanordnungen in Hybridtechnologie 
herzustellen. Dazu werden Chips mit Halbleiterbauelementen 
ohne Chipgehause direkt auf einem Keramiktrager , in dem Lei- 
terbahnen angeordnet sind, elektrisch kontaktiert und befes- 
tigt. Weitere elektrische Leitungen fur den Chip werden durch 

15 Bondverbindungen realisiert. 

Nachteilig an einer solchen Schaltungsanordnung ist zum ei- 
nen, dass sie auf Grund des Keramiktragers teuer ist. Zum an- 
deren ist eine solche Schaltungsanordnung als Leistungsmodul 
20 fur sehr hohe Strorae, wie zum Beispiel 300 Ampere, nicht ge- 
eignet, da in einem Keramiktrager angeordnete Leiterbahnen 
sowie Bondverbindungen in der Regel solche hohen Strome nicht 
leiten konnen. 

25 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsan- 
ordnung anzugeben, die im Vergleich zum Stand der Technik so- 
wohl kostengiinstiger als auch fur sehr hohe Strome geeignet 
ist . 

30 Die Aufgabe wird gelost durch eine Schaltungsanordnung mit 

folgenden Merkmalen: Die Schaltungsanordnung weist mindestens 
einen ersten Chip ohne Chipgehause auf. Ferner weist die 
Schaltungsanordnung einen ersten metallischen Korper und ei- 
nen zweiten metallischen K5rper auf, zwischen denen der erste 

35 Chip angeordnet ist. Der erste Chip ist am ersten Korper der- 
art befestigt, dass ein erster Anschluss des ersten Chips mit 
dem ersten Korper elektrisch verbunden ist. Der erste Korper 
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ist derart ausgestaltet , dass er als Trager des ersten Chips 
dient. Der erste Chip ist derart mit dem zweiten Korper ver- 
bunden, dass ein zweiter Anschluss des ersten Chips mit dem 
zweiten Korper elektrisch verbunden ist. 

5 

Der erste Korper dient also zugleich als Trager und als e- 
lektrische Leitung. Der erste Chip wird mechanisch an den 
ersten Korper derart befestigt, dass sich eine elektrische 
Verbindung zwischen dem ersten Chip und dem ersten Korper er- 
10 gibt. Fur den Trager des ersten Chips wird auf teuere Keramik 
verzichtet^ wodurch die Schaltungsanordnung besonders kosten- 
giinstig sein kann. 

Es sind keine weiteren Verbindungsleitungen zwischen den Kor- 
15 pern und dem ersten Chip, zum Beispiel in Form von aus einem 
Chipgehause ragenden Pins, erf orderlich, die die maximal mog- 
liche Stromstarke begrenzen wiirden. Durch die direkte Anord- 
nung des ersten Chips an den Korpern wird der elektrische 
Kontakt zwischen dem ersten Chip und den Korpern realisiert.. 

20 

Da der erste KOrper keine in einem Substrat angeordnete Lei- 
terbahn ist, kann er eine ausreichende Dicke aufweisen, um 
hohe Strome leiten zu konnen. Durch das Anbringen des gehau- 

selosen ersten Chips auf dem metallischen ersten Korper wird 
25 auch eine besonders groBe Kontaktf lache realisiert, wodurch 
der elektrische Widerstand fur Strom, der durch den ersten 
Chip flieBt, verringert wird. Ferner wird statt einer Bond- 
verbindung der erste Chip von oben durch den zweiten metalli- 
schen Korper kontaktiert, der wie der erste Korper den Trans- 
30 port besonders hoher Strome ermoglicht. Die Schaltungsanord- 
nung ist folglich fiir sehr hohe Strome geeignet. 

Die Schaltungsanordnung hat den weiteren Vorteil, dass durch 
den ersten Chip erzeugte Warme besonders gut abgeftihrt wird 
35 aufgrund der groBf lachigen Kontaktierung des ersten Chips 

durch den ersten KcSrper und den zweiten KGrper und aufgrund 
vergleichsweise grofier Abmessungen des ersten Korpers und des 
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zweiten Korpers , Im Chip kann also ein Leistungshalbleiter- 
bauelement angeordnet sein, durch den hohe Strome flielien,. 
dessen Warme sehr gut abgefiihrt wird und bei dem im Leis- 
tungspfad keine Bondverbindungen angeordnet sind, die die ma- 
5 ximale Stromstarke begrenzen wiirden. 

Der erste Korper kann beispielsweise die Form einer evtl. 
strukturierten Metallplatte oder einer Metallschiene aufwei- 
sen. 

10 

Der erste Chip weist beispielsweise einen Steueranschluss 
auf^ so dass der Chip durch eine Treiber-Platine gesteuert 
werden kann. 

15 Der Steueranschluss des ersten Chips wird durch eine Gatever- 
bindung kontaktiert, die z.B. als Bondverbindung ausgestaltet 
sein kann. Alternativ ist die Gateverbindung z.B. als Metall- 
leitung ausgestaltet, die in eineiu Plasikrahxtien eingespritzt 
ist . 

20 

Damit der Steueranschluss mit der Treiber-Platine verbunden 
werden kann, weist die Schaltungsanordnung beispielsweise ei- 
ne erste Bohrung auf, die durch den zweiten Korper bis zum 
ersten Chip verl^uft. Eine Bondverbindung ist in der ersten 
25 Bohrung angeordnet und kontaktiert den Steueranschluss. Die 
Treiber-Platine ist beispielsweise oberhalb des zweiten Kor- 
pers angeordnet. Das aus der ersten Bohrung herausragende En- 
de der Bondverbindung ist mit der Treiber-Platine verbunden. 

30 Die Bondverbindung kann auf die Treiber-Platine z.B. gebon- 
det, geschweiBt oder gelotet werden . 

Alternativ weist der zweite Korper im Bereich des Steueran- 
schlusses des ersten Chips eine solche Aussparung fur die Ga~ 
35 teverbindung auf, dass die Gateverbindung seitlich aus dem 
Stapel, der durch mindestens dem ersten Korper, dem ersten 
Chip und dem zweiten Korper gebildet wird, herausfuhrbar ist. 
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Es fehlt also ein seitliches Stuck des zweiten Korpers, um 
den Steueranschluss des ersten Chips nicht zu bedecken und 
seitlich zuganglich zu machen. 

5 Vorzugsweise weist die Schaltungsanordnung einen zweiten Chip 
ohne Chipgehause auf, der derart am zweiten Korper befestigt 
ist, dass ein erster Anschluss des zweiten Chips mit dem 
zweiten Korper elektrisch verbunden ist und dass der zweite 
Korper swischen dem ersten Chip und dem zweiten Chip angeord- 

10 net ist. Der zweite Korper ist derart ausgestaltet, dass er 
als Trager des zweiten Chips dient. In diesem Fall weist die 
Schaltungsanordnung einen dritten metallischen Korper auf, 
der derart mit dem zweiten Chip verbunden ist, dass ein zwei- 
ter Anschluss des zweiten Chips mit dem dritten Korper elekt- 

15 risch verbunden ist und dass der zweite Chip zwischen dem 
zweiten Korper und dem dritten Korper angeordnet ist. Der 
erste Chip und der zweite Chip sind also nicht nebeneinander 
sondern in verschiedenen Ebenen, z.B. ubereinander, angeord- 
net, wodurch der Platzbedarf der Schaltungsanordnung stark 

2 0 reduziert werden kann. 

Zur Kontaktierung des Steueranschlusses des ersten Chips kann 
die erste Bohrung durch den dritten Korper und den zweiten 
Korper verlaufen. Zur Kontaktierung eines Steueranschlusses 

25 des zweiten Chips kann eine zweite Bohrung vorgesehen sein, 
die durch den dritten Korper bis zum zweiten Chip verlauft. 
Eine Bondverbindung in einer zweiten Bohrung kontaktiert ei- 
nen Steueranschluss des zweiten Chips und die Treiber- 
Platine. Die Treiber-Platine ist beispielsweise auf dem drit- 

30 ten Korper angeordnet. Durch das Obereinanderanordnen der 

Chips und der Treiber-Platine wird der Platzbedarf der Schal- 
tungsanordnung stark reduziert. 

Um Kurzschltisse zwischen der ersten Bohrung und dem zweiten 
35 Korper und dem dritten Korper bzw. zwischen der zweiten Boh- 
rung und dem dritten Korper zu vermeiden, ist es vorteilhaft, 
zwischen der ersten Bohrung bzw. der zweiten Bohrung und der 
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entsprechenden Bondverbindung eine isolierende Schicht anzu- 
ordnen. Die isolierende Schicht kann z.B. ein in die Bohrung 
eingesetztes Plasikrohrchen sein. Alternativ kann die isolie- 
rende Schicht erzeugt werden durch Lackieren der Bondverbin- 
5 dung . 

Der erste Chip und der zweite Chip sind in Reihe geschaltet. 

Es liegt im Rahmen der Erfindung, einen dritten Chip ohne 
10 Chipgehause vorzusehen, der zum ersten Chip parallel geschal- 
tet ist. Dazu ist der dritte Chip zwischen dem ersten Korper 
und dem zweiten Korper angeordnet. Der dritte Chip ist am 
ersten Korper derart befestigt, dass ein erster Anschluss des 
dritten Chips mit dem ersten Korper elektrisch verbunden ist. 
15 Der dritte Chip ist mit dem zweiten metallischen Korper der- 
art verbunden, dass ein zweiter Anschluss des dritten Chips 
mit dem zweiten Korper elektrisch verbunden ist. 

Es liegt im Rahmen der Erfindung, weitere Chips vorzusehen, 
20 die parallel zum ersten Chip geschaltet sind. Ebenso liegt es 
im Rahmen der Erfindung, weitere Chips vorzusehen, die paral- 
lel zum zweiten Chip geschaltet sind und dazu zwischen dem 
zweiten Korper und dem dritten K5rper angeordnet sind. Auch 
das Vorsehen weiterer metallischer K5rper, zwischen denen 
25 Chips angeordnet sind und die mit dem erstem Korper und dem 
zweiten Korper einen Stapel bilden, ist denkbar. 

Die Chips der Schaltungsanordnung zwischen den metallischen 
Korpern enthalten vorzugsweise Leistungshalbleiterbauelemen- 
30 te, wie zum Beispiel Bipolartransistoren, MOSFET- 

Transistoren, IGBTs, Dioden, Thyristoren oder Triacs . 

Die Schaltungsanordnung ist beispielsweise als Parallelschal- 
tung von Halbbrticken ausgestaltet , wobei jede Halbbriicke aus 
35 einer Reihenschaltung zweier Chips besteht, die jeweils einen 
MOSFET-Transistor enthalten, von denen der eine wie der erste 
Chip zwischen dem ersten Korper und dem zweiten K5rper und 
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der andere wie der zweite Chip zwischen dem zweiten Korper 
und dem dritten Korper angeordnet ist. Der erste Chip und der 
zweite Chip bilden also, eine der Halbbriicken. Chips ^ die zwi- 
schen dem ersten Korper und dem zweiten Korper angeordnet 
5 sind, sind parallel zueinander geschaltet. Chips, die zwi- 
schen dem zweiten K5rper und dem dritten Korper angeordnet 
sind, sind parallel zueinander geschaltet. 

Beispielsweise ist der erste Korper mit einem Spannungsan- 
10 schluss verbunden. Der zweite Korper ist dann mit einem Aus- 
gangsanschluss verbunden, und der dritte Korper ist mit einem 
Groundanschluss verbunden. Die Chips, die zwischen dem ersten 
Korper und dem zweiten Korper angeordnet sind, bilden eine 
High-side-Schalter , Die Chips, die zwischen dem zweiten Kor- 
15 per und dem dritten Korper angeordnet sind, bilden eine Low- 
side-Schalter . 

Eine solche Schaltungsanordnung kann beispielsweise in einem 
integrierten Startergenerator eingesetzt werden. 

20 

Im Folgenden werden Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung anhand 
der Figuren naher erlautert. 

Figur 1 zeigt das Schaltbild einer ersten Schaltungsanordnung 
25 mit zwei parallel geschalteten Halbbriicken und einer 

Treiber-Platine . 

Figur 2 zeigt einen Querschnitt durch die erste Schaltungsan- 
ordnung, in dem ein erster metallischer Korper, ein 
30 erster Chip, ein zweiter metallischer Korper, ein 

zweiter Chip, ein dritter metallischer Korper, eine 
Treiber-Platine, ein dritter Chip, ein vierter Chip, 
eine isolierende Schicht und Gateverbindungen darge- 
stellt sind. 

35 



Figur 3 zeigt eine dreidimensionale Ansicht einer zweiten 
Schaltungsanordnung mit einem ersten metallischen 
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Korper, einem ersten Chip, einem zweiten metallischen 
Korper^ einem zweiten Chip, einem dritten metalli- 
schen Korper, Gateverbindungen und einer Treiber- 
Platine. 

5 

In einem ersten Ausf uhrungsbeispiel ist eine erste Schal- 
tungsanordnung vorgesehen, die zwei parallel geschaltete 
HalbbrUcken sowie eine Treiber-Platine zur Steuerung der 
Halbbriicken umfasst (siehe Figur 1) , 

10 

Die Schaltungsanordnung weist einen ersten Chip CI, einen 
zweiten Chip C2, einen dritten Chip C3 und einen vierten Chip 
C4 auf, die jeweils einen Leistungs-MOSFET-Transistor enthal- 
ten. Der erste Chip CI und der zweite Chip C2 sind in Reihe 

15 und zwischen einem Groundanschluss GA und einem Spannungsan- 
schluss SP geschaltet. Der dritte Chip C3 und der vierte Chip 
C4 bilden ebenfalls eine Reihenschaltung, die zwischen dem 
Spannungsanschluss SP und dem Groundanschluss GA geschaltet 
ist- Der Spannungsanschluss SP wird beispielsweise mit ca. 42 

20 Volt beauf schlagt . Der erste Chip CI und der dritte Chip C3 
sind parallel und zwischen dem Spannungsanschluss SP und ei- 
nem Ausgangsanschluss AA geschaltet. Der zweite Chip C2 und 
der vierte Chip C4 sind parallel und zwischen dem Groun- 
danschluss GA und dem Ausgangsanschluss AA geschaltet. Der 

25 erste Chip CI und der zweite Chip C2 bilden eine erste Halb- 
briicke, Der dritte Chip C3 und der vierte Chip C4 bilden eine 
zweite Halbbrticke. Der erste Chip CI und der dritte Chip C3 
bilden einen High-side-Schalter . Der zweite Chip C2 und der 
vierte Chip C4 bilden einen Low-side-Schalter . 

30 

Steueranschliisse TA der Chips CI, C2, C3, C4 sind mit einer 
Treiber-Platine P verbunden. 

Die Chips CI, C2, C3, C4 weisen kein Chipgehause auf. Der 
35 erste Chip CI und der dritte Chip C3 sind derart an einem 

ersten metallischen Korper Kl befestigt, dass ein erster An- 
schluss All des ersten Chips CI und ein erster Anschluss A13 
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des dritten Chips C3 mit dem ersten Korper Kl elektrisch ver- 
bunden sind (siehe Figur 2) . Der erste Korper Kl ist mit dem 
Spannungsanschluss SP verbunden. 

Ein zweiter metallischer Korper K2 ist auf dem ersten Chip CI 
und dem dritten Chip C3 derart angeordnet, dass ein zweiter 
Anschluss A21 des ersten Chips CI und ein zweiter Anschluss 
A23 des dritten Chips C3 elektrisch mit dem zweiten Korper K2 
verbunden s ind - 

Auf dem zweiten Korper K2 sind der zweite Chip C2 und der 
vierte Chip C4 derart angeordnet, dass ein erster Anschluss 
A12 des zweiten Chips C2 und ein erster Anschluss A14 des 
vierten Chips C4 mit dem zweiten Korper K2 elektrisch verbun- 
den sind. 

Auf dem zweiten Chip C2 und dem vierten Chip C4 ist ein drit- 
ter metallischer Korper K3 derart angeordnet, dass ein zwei- 
ter Anschluss A22 des zweiten Chips C2 und ein zweiter An- 
schluss A24 des vierten Chips C4 elektrisch mit dem dritten 
Korper K3 verbunden sind. 

Auf dem dritten Korper K3 ist die Treiber-Platine P angeord- 
net . 

Der erste Korper Kl, der zweite Korper K2 und der dritte Kor- 
per K3 bestehen im wesentlichen jeweils aus einer Kupferplat- 
te und einer darauf angeordneten Nickelschicht , die eine Oxi- 
dation des Kupfer verhindert. Die Korper Kl, K2, K3 sind ca. 
1 mm bis 4 mm dick. Die Chips CI, C2, C3, C4 sind ca. 150 bis 
200 jxm dick und weisen einen horizontalen rechteckigen Quer- 
schnitt auf, der ca. 7 mm lang und ca. 6 mm breit ist. 

Es ist eine erste Bohrung Bl vorgesehen, die durch die Trei- 
ber-Platine P, den dritten Korper K3 und den zweiten Korper 
K2 bis zum ersten Chip CI verlauft. Die erste Bohrung Bl legt 
den Steueranschluss TA des ersten Chips CI frei. Eine als 
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Bondverbindung ausgestaltete Gateverbindung B ist am Steuer- 
anschluss TA des ersten Chips CI befestigt. Ein aus der ers- 
ten Bohrung Bl ragendes Ende der Gateverbindung B ist mit der 
Treiber-Platine P verbunden. 

5 

Es ist eine zweite Bohrung B2 vorgesehen, die durch die Trei- 
ber-Platine T und durch den dritten Korper K3 bis zum zweiten 
Chip C2 verlauft. Die zweite Bohrung B2 legt den Steueran- 
schluss TA des zweiten Chips C2 frei, Eine als Bondverbindung 
10 ausgestaltete Gateverbindung B ist am Steueranschluss TA des 
zweiten Chips C2 und an der Treiber-Platine P befestigt. 

Es ist eine dritte Bohrung B3 vorgesehen^ die wie die erste 
Bohrung Bl ausgestaltet ist und bis zum dritten Chip C3 ver- 
15 lauft. Eine als Bondverbindung ausgestaltete Gateverbindung B 
verbindet den Steueranschluss TA des dritten Chips C3 mit der 
Treiber-Platine P und verlauft durch die dritte Bohrung B3. 

Es ist eine vierte Bohrung B4 vorgesehen, die wie die zweite 
2 0 Bohrung B2 ausgestaltet ist und bis zum vierten Chip C4 ver- 
lauft- Eine in der vierten Bohrung B4 angeordnete als Bond- 
verbindung ausgestaltete Gateverbindung B verbindet den Steu- 
eranschluss TA des vierten Chips C4 mit der Treiber-Platine 
P. 

25 

Zur Vermeidung eines Kur zschlusses der Gateverbindungen B mit 
dem zweiten Korper K2 und dem dritten Korper K3, sind die 
Bohrungen Bl, B2, B3, B4 mit einer isolierenden Schicht I 
versehen. Die isolierende Schicht I besteht aus Plasikrohr- 
30 Chen. 

Die Bohrungen Bl, B2, B3, B4 weisen einen kreisf ormigen Quer- 
schnitt auf mit einem Radius von ca. 1 mm bis 1,5 mm. 

35 In einem zweiten Ausf uhrungsbeispiel ist eine zweite Schal- 

tungsanordnung vorgesehen, die aus einer Halbbrucke und einer 
Treiber-Platine P besteht. (siehe Figur 3) 
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Wie iiti ersten Ausf lihrungsbeispiel weist die zweite Schal- 
tungsanordnung einen ersten Korper Kl' ^ einen zweiten K5rper 
einen dritten Kdrper einen ersten Chip Cl^, einen 

5 zweiten Chip C2 ^ auf- 

Im Bereich des Steueranschlusses des ersten Chips CI ^ weist 
der zweite Korper K2 ^ an seinem seitlichen Uitif ang eine Aus- 
sparung A auf . Eine als Bondverbindung ausgestaltete Gatever- 

10 bindung ist mit dem Steueranschluss des ersten Chips CI ^ 
verbunden und wird seitlich aus dem Stapel bestehend aus dem 
ersten Korper Kl' , dem zweiten Korper K2', dem dritten Korper 
K3' , dem ersten Chip CI ^ und dem zweiten Chip C2 ^ herausge- 
fuhrt und ist mit der Treiber-Platine P' , die neben dem Sta- 

15 pel angeordnet ist, verbunden. 

Der dritte K5rper KS'' weist im Bereich des Steueranschlusses 
des zweiten Chips C2' an seinem seitlichen Umfang eine Aus- 
sparung A auf. Eine als Bondverbindung ausgestaltete Gatever- 
20 bindung B' ist mit dem Steueranschluss des zweiten Chips C2 ^ 
verbunden, wird seitlich aus dem Stapel herausgefuhrt und ist 
mit der Treiber-Platine verbunden. 
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Patentanspriiche 

1 . Schaltungsanordnung 

- mit mindestens einem ersten Chip (CI) ohne Chipgehause^ 

5 - mit einem ersten metallischen K5rper (Kl) und einem zweiten 
metallischen Korper (K2) , zwischen denen der erste Chip 
(CI) angeordnet ist, 

- wobei der erste Chip (CI) am ersten Korper (Kl) derart be- 
festigt ist;. dass ein erster Anschluss (All) des ersten 

10 Chips (CI) mit dem ersten Korper (Kl) elektrisch verbunden 
ist , 

- wobei der erste Korper (Kl) derart ausgestaltet ist, dass 
er als Trager des ersten Chips (CI) dient^ 

- wobei der erste Chip (CI) derart mit dem zweiten metallic 
15 schen Korper (K2) verbunden ist, dass ein zweiter Anschluss 

(A21) des ersten Chips (CI) mit dem zweiten Korper (K2) e- 
lektrisch verbunden ist. 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, 

20 - bei der eine erste Bohrung (Bl) durch den zweiten Korper 
(K2) bis zum ersten Chip (CI) verlauft, 

- bei der eine als Bondverbindung ausgestaltete Gateverbin- 
dung (B) in der ersten Bohrung (Bl) angeordnet ist und ei~ 
nen Steueranschluss (TA) des ersten Chips (CI) kontaktiert, 

25 - bei der oberhalb des zweiten Korpers (K2) eine Treiber- 

Platine (P) angeordnet ist, mit der die Gateverbindung (B) 
verbunden ist. 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, 

30 - bei der der erste Chip (CIM einen Steueranschluss auf- 

weist, der durch eine Gateverbindung (B^) kontaktiert wird, 

- bei der der zweite Korper (K2'') im Bereich des Steueran- 
schlusses des ersten Chips (CI") eine solche Aussparung (A) 
flir die Gateverbindung (B^) aufweist, dass die Gateverbin- 

35 dung (BM seitlich aus dem Stapel, der durch mindestens dem 

ersten Korper (Kl^), dem ersten Chip (Cl^) und dem zweiten 
Korper {K2") gebildet wird, herausf ilhrbar ist. 
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4. Schaltungsanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 

- mit einem zweiten Chip (C2) ohne Chipgehause, der derart am 
zweiten Korper (K2) befestigt ist, dass ein erster An- 

5 schluss (A12) des zweiten Chips (C2) mit dem zweiten Korper 

(K2) elektrisch verbunden ist und dass der zweite Korper 
(K2) zwischen dem ersten Chip (CI) und dem zweiten Chip 
(C2) angeordnet ist, 

- wobei der zweite Korper (K2) derart ausgestaltet ist, dass 
10 er als Trager des zweiten Chips (02) dient, 

- mit einem dritten metallischen Korper (K3), der derart mit 
dem zweiten Chip (C2) verbunden ist, dass ein zweiter An- 
schluss (A22) des zweiten Chips (C2) mit dem dritten Korper 
(K3) elektrisch verbunden ist und dass der zweite Chip (C2) 

15 zwischen dem zweiten Korper (K2) und dem dritten Korper 

(K3) angeordnet ist. 

5- Schaltungsanordnung nach Anspruch 2 und 4, 

- bei der die erste Bohrung (Bl) durch den dritten Korper 
20 (K3) und durch den zweiten Korper {K2) verlauft, 

- bei der eine zweite Bohrung (B2) durch den dritten K5rper 
(K3) bis zum zweiten Chip (C2) verlauft, 

- bei der eine als Bondverbindung ausgestaltete Gateverbin- 
dung (B) in der zweiten Bohrung (B2) angeordnet ist und ei- 

25 nen Steueranschluss (TA) des zweiten Chips (C2) und die 

Treiber-Platine (P) kontaktiert, 

- bei der die Treiber-Platine (P) auf dem dritten Korper {K3) 
angeordnet ist- 

30 6. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2 oder 5, 

- bei der die erste Bohrung (Bl) und/oder die zweite Bohrung 
(B2) mit einer isolierenden Schicht (I) versehen sind. 

7. Schaltungsanordnung nach einem der AnsprUche 1 bis 6, 
35 - mit einem dritten Chip (C3) ohne Chipgehause, der zwischen 
dem ersten Kcfirper (Kl) und dem zweiten Korper (K2) angeord- 
net ist. 
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- wobei der dritte Chip (C3) am ersten Korper (Kl) derart be- 
festigt ist, dass ein erster Anschluss (A13) des dritten 
Chips (C3) mit dem ersten Korper (Kl) elektrisch verbunden 
ist, 

5 - wobei der dritte Chip (C3) derart mit dem zweiten metalli- 
schen Korper (K2) verbunden ist, dass ein zweiter Anschluss 
{A23) des dritten Chips {C3) mit dem zweiten Korper (K2) e- 
lektrisch verbunden ist. 

10 8. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 1, 

- bei der mindestens der erste Chip (CI) einen Leistungshalb- 
leiter enthalt- 

9. Schaltungsanordnung nach Anspruch 8, 

15 - die als Parallelschaltung von Halbbrucken ausgestaltet ist, 

- wobei jede Halbbriicke aus einer Reihenschaltung zweier 
Chips (CI, C2; C3, C4) besteht, die jeweils einen MOSFEr- 
Transistor enthalten, von denen der eine wie der erste Chip 
(CI) zwischen dem ersten Korper (Kl) und dem zweiten Korper 

20 (K2) und der andere wie der zweite Chip (C2) zwischen dem 

zweiten K5rper (K2) und dem dritten Korper (K3) angeordnet 
ist f 

- wobei der erste Chip (CI) und der zweite Chip (C2) eine der 
Halbbrucken bilden, 

25 - wobei Chips (CI, C3) , die zwischen dem ersten Korper (Kl) 
und dem zweiten Korper (K2) angeordnet sind, parallel ge- 
schaltet sind, 

- wobei Chips.. (C2, C4), die zwischen dem zweiten Korper (K2) 
und dem dritten Korper (K3) angeordnet sind, parallel ge- 

30 schaltet sind. 

10, Schaltungsanordnung nach Anspruch 9, 

- bei der der erste Korper (Kl) mit einem Spannungsanschluss 
(SP) verbunden ist, 

35 - bei der der zweite Korper (K2) mit einem Ausgangsanschluss 
(AA) verbunden ist. 
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- bei der der dritte Korper (K3) mit einem Groundanschluss 
(GA) verbunden ist, 

- bei dem die Chips (CI, C3), die zwischen dem ersten Korper 
(Kl) und dem zweiten Korper (K2) angeordnet sind, eine 
High-side-Schalter bilden, 

- bei dem die Chips (C2, C4) , die zwischen dem zweiten Korpe 
(K2) und dem dritten Korper (K3) angeordnet sind, eine Low 
side-Schalter bilden. 
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